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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロジンと、グリコールエーテル系の溶剤と、有機酸と、チキソ剤を含み、
　前記溶剤は、沸点が２００℃以下のグリコール系の低沸点溶剤で、前記低沸点溶剤の含
有量を２０重量％以上４０重量％以下とし、前記低沸点溶剤を、溶剤全体のうち、６０重
量％以上含有し、
　前記有機酸は常温固体で、前記有機酸の含有量を５重量％以上１５重量％以下とし、
　はんだ合金を急加熱工法により加熱した際の飛散を防止した
　ことを特徴とする急加熱工法用フラックス。
【請求項２】
　前記低沸点溶剤は、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコー
ルモノブチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールモ
ノアリルエーテル、エチレングリコールモノイソプロピルエーテルである
　ことを特徴とする請求項１に記載の急加熱工法用フラックス。
【請求項３】
　はんだ合金と、請求項１または２に記載のフラックスが混合された
　ことを特徴とする急加熱工法用ソルダペースト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、レーザリフロー等の急加熱工法で用いられる急加熱工法用フラックス、及び
、急加熱工法用ソルダペーストに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソルダペーストは、はんだ合金の粉末とフラックスとが混合されて生成される。従来、
ソルダペーストを使用したはんだ付けでは、リフロー炉と称される加熱炉が使用されてき
た。
【０００３】
　リフロー炉を使用したはんだ付けでは、ソルダペーストが塗布され、電子部品等の接合
対象物がソルダペーストに載せられた基板を、数分程度の時間ではんだ合金が溶融する温
度域まで加熱し、はんだ合金を溶融させていた。
【０００４】
　これに対し、接合対象物が載せられたソルダペーストにレーザを照射してはんだ合金を
溶融させるレーザリフローと称す技術が提案されている。レーザリフローでは、局所的な
加熱が行えることから、リフロー炉と比較して、電子部品の全体に熱を加えることなく実
装が可能である。
【０００５】
　レーザリフローでは、加熱箇所が数秒程度の時間ではんだ合金の溶融温度域まで急加熱
される。このような急加熱が行われることで、フラックスの飛散の発生が起こりやすく、
それにより、溶融したはんだの飛散の発生も顕著であった。
【０００６】
　そこで、はんだ合金の融点よりも沸点が高い溶剤を含有させたフラックスが提案されて
いる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１４－１００７３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　はんだ合金の融点より沸点が高い溶剤を含有させたフラックスと、はんだ合金が混合さ
れたソルダペーストでは、ソルダペーストにレーザが照射されてはんだ合金が溶融する温
度域まで加熱された場合、フラックス中の溶剤の揮発が抑えられる。
【０００９】
　しかし、溶融したソルダペースト中に揮発せずに残留した溶剤が急加熱により突沸し、
溶融したはんだ合金が飛散する可能性があった。溶融したはんだ合金が飛散すると、接合
対象物の周囲にはんだ合金が付着する可能性があった。
【００１０】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、はんだ合金の飛散を抑え
ることが可能な急加熱工法で用いられる急加熱工法用フラックス、及び、急加熱工法用ソ
ルダペーストを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　発明者らは、はんだ合金を溶融させる温度域で揮発するような低い沸点を持つ溶剤を含
有させたフラックスを使用したソルダペーストでは、レーザリフローのような急加熱を行
っても、はんだ合金の飛散が抑えられることを見出した。
【００１２】
　本発明は、ロジンと、グリコールエーテル系の溶剤と、有機酸と、チキソ剤を含み、溶
剤は、沸点が２００℃以下のグリコール系の低沸点溶剤で、低沸点溶剤の含有量を２０重
量％以上４０重量％以下とし、低沸点溶剤を、溶剤全体のうち６０重量％以上含有し、有
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機酸は常温固体で、有機酸の含有量を５重量％以上１５重量％以下とし、はんだ合金を急
加熱工法により加熱した際の飛散を防止した急加熱工法用フラックスである。
【００１３】
　また、低沸点溶剤は、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコ
ールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコール
モノアリルエーテル、エチレングリコールモノイソプロピルエーテルの中から選択される
ことが好ましい。
【００１４】
　また、本発明は、はんだ合金と、フラックスが混合され、フラックスは、ロジンと、グ
リコールエーテル系の溶剤と、有機酸と、チキソ剤を含み、溶剤は、沸点が２００℃以下
のグリコール系の低沸点溶剤で、低沸点溶剤の含有量を２０重量％以上４０重量％以下と
し、低沸点溶剤を、溶剤全体のうち６０重量％以上含有した急加熱工法用ソルダペースト
である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のフラックスでは、融点が２００℃を超えるはんだ合金と混合されたソルダペー
ストとして使用される場合、はんだ合金を溶融させる温度域でフラックス中の溶剤が揮発
する。これにより、溶融した状態のはんだ合金中に溶剤が残留せず、レーザリフロー等の
急加熱工法で急加熱を行っても、はんだ合金の飛散が抑えられる。
【００１６】
　また、融点が２００℃以下のはんだ合金と混合されたソルダペーストとして使用される
場合、はんだ合金を溶融させる温度域でフラックス中の溶剤が完全には揮発しないが、溶
剤は溶剤の沸点より低い温度でも揮発が始まり、残留する溶剤の量が一定値より少なくな
ることにより、はんだ合金の飛散が抑えられる。
【００１７】
　急加熱工法はレーザリフローだけでなく、急加熱を行う方法であれば良い。急加熱によ
るはんだ付け方法として、レーザリフロー、ハロゲンランプ、ヒートガン等による熱風加
熱、基板の裏側からはんだごてによる加熱等が挙げられる。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　＜本実施の形態のフラックスの組成例＞
　本実施の形態のフラックスは、ロジンと、グリコールエーテル系の溶剤と、有機酸と、
チキソ剤を含む。本実施の形態のフラックスは、はんだ合金の粉末と混合されてソルダペ
ーストが生成される。
【００１９】
　溶剤は、フラックス中の固形分を溶かす。溶剤は、沸点が２００℃以下のグリコール系
の低沸点溶剤で、フラックス中の低沸点溶剤の含有量を２０重量％以上４０重量％以下と
する。低沸点溶剤としては、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレング
リコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコ
ールモノアリルエーテル、エチレングリコールモノイソプロピルエーテル等が挙げられる
。
【００２０】
　また、溶剤は、沸点が２００℃を超える高沸点溶剤を更に含有しても良い。高沸点溶剤
を含有する場合、溶剤全体のうち、低沸点溶剤の含有量を６０重量％以上とする。
【００２１】
　高沸点溶剤としては、エチレングリコールモノヘキシルエーテル、ジエチレングリコー
ルモノヘキシルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコ
ールモノ－２－エチルヘキシルエーテル、ジエチレングリコールモノ－２－エチルヘキシ
ルエーテル、ジエチレングリコールジブチルエーテル、トリエチレングリコールブチルメ
チルエーテル、テトラエチレングリコールジメチルエーテル等が挙げられる。



(4) JP 6160608 B2 2017.7.12

10

20

30

40

50

【００２２】
　ロジンは、有機酸等の活性剤成分を熱から保護して、活性剤成分の揮発を抑制する。ロ
ジンとしては、水添ロジン、酸変性ロジン、重合ロジン、ロジンエステルなどが挙げられ
る。ロジンの含有量は、４０重量％以上６０重量％以下とした。
【００２３】
　チキソ剤は、チキソ性の付与のために添加され、ソルダペーストに粘性を付与する。チ
キソ剤としては、高級脂肪酸アマイド、高級脂肪酸エステル、ひまし硬化油などが挙げら
れる。チキソ剤の含有量は、５重量％以上１０重量％以下とした。
【００２４】
　有機酸は、はんだ合金およびはんだ付けする対象の酸化膜を除去するために、フラック
スにおける活性剤成分として添加される。有機酸としては、アジピン酸、スベリン酸、セ
バシン酸など、常温固体の有機酸が好ましい。有機酸の含有量は、５重量％以上１５重量
％以下とした。
【００２５】
　本実施の形態のフラックスは、その他の添加剤として、ハロゲンなどの有機酸以外の活
性剤、酸化防止剤、界面活性剤、消泡剤等をフラックスの性能を損なわない範囲で適宜添
加しても良い。
【００２６】
　本実施の形態のソルダペーストは、上述した組成のフラックスと、はんだ合金の粉末が
混合されて生成される。本例におけるソルダペーストは、はんだ合金の組成がＳｎ－３Ａ
ｇ－０．５Ｃｕ（各数値は重量％）であるはんだ合金の粉末と、フラックスが混合されて
生成される。Ｓｎ－３Ａｇ－０．５Ｃｕのはんだ合金の融点は２１７℃であり、低融点溶
剤の沸点より高い。
【００２７】
　また、本実施の形態のソルダペーストは、はんだ合金の組成がＳｎ－５７Ｂｉ（各数値
は重量％）であるはんだ合金の粉末と、フラックスが混合されて生成される。Ｓｎ－５７
Ｂｉのはんだ合金の融点は１３９℃であり、低融点溶剤の沸点より低い。尚、本発明はこ
のはんだ合金に限定するものではない。
【実施例】
【００２８】
　以下の表に示す組成で実施例と比較例のフラックスを調合し、実施例及び比較例のフラ
ックスを使用してソルダペーストを調合して、はんだボールの抑制効果について検証した
。ソルダペーストは、はんだ粉末とフラックスの割合を、はんだ粉末：フラックス＝８９
：１１で混合した。
【００２９】
　（ａ）測定方法
　試験装置　　：ＪＡＰＡＮ　ＵＮＩＸ（登録商標）　ＵＬＤ－７３０
　レーザ照射径：０．８ｍｍ
　パッドサイズ：０．８×０．８ｍｍ　材質：Ｃｕ
　照射条件：照射出力を１Ｗ／ｓｅｃの割合で１．５Ｗまで出力を上げ、照射開始から3
秒後に停止。
　ソルダペーストを０．１ｍｍ厚のマスクで印刷供給した。
　測定回数はＮ＝４で、測定値の平均で判定した。
　（ｂ）判定基準
　◎：はんだボールの数が０～５個
　○：はんだボールの数が６～１０個
　×：はんだボールの数が１１個以上
【００３０】
　組成の含有量と評価結果を表１に示す。
【００３１】
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【表１】

【００３２】
　低沸点溶剤を含み、高沸点溶剤を含まず、フラックス中における低沸点溶剤の含有率を
所定の範囲で変化させた実施例１～実施例６では、はんだ合金の組成がＳｎ－３Ａｇ－０
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【００３３】
　これは、はんだ合金の融点が２１７℃であり、はんだ合金を溶融させる温度域でフラッ
クス中の溶剤が揮発し、溶融した状態のはんだ合金中に溶剤が残留せず、レーザリフロー
で急加熱を行っても、はんだ合金の飛散が抑えられるためと考えられる。
【００３４】
　低沸点溶剤と高沸点溶剤を含み、全溶剤中における低沸点溶剤の含有比を所定値以上と
した実施例７～実施例９では、はんだ合金の組成がＳｎ－３Ａｇ－０．５Ｃｕのとき、は
んだボールの発生数は、何れも０～５個に抑えられた。
【００３５】
　溶剤に高沸点溶剤を含んでいる場合、はんだが溶融した状態で溶剤が残留していると考
えられるが、低沸点溶剤は揮発することで残留する溶剤の量が少ないため、飛散を引き起
こしにくくなっていると考えられる。
【００３６】
　そこで、実施例１～実施例６のフラックスと、はんだ合金の組成がＳｎ－５７Ｂｉの融
点が１３９℃のはんだ合金とを混合させたソルダペーストで実施した結果、はんだボール
の発生数は、０～５個、あるいは６～１０個に抑えられた。これは、はんだ合金を溶融さ
せる温度域でフラックス中の溶剤が完全には揮発しないが、溶剤は溶剤の沸点より低い温
度でも揮発が始まり、残留する溶剤の量が一定値より少なくなることにより、はんだ合金
の飛散が抑えられるためと考えられる。
【００３７】
　また、実施例７～実施例９では、はんだ合金の組成がＳｎ－５７Ｂｉであっても、はん
だボールの発生数は、６～１０個に抑えられた。
【００３８】
　これに対し、高沸点溶剤を含み、低沸点溶剤を含まない比較例１～比較例３では、はん
だ合金の組成がＳｎ－３Ａｇ－０．５Ｃｕのとき、はんだボールの発生数は、何れも１１
個以上であった。
【００３９】
　これは、はんだ合金の融点が２１７℃であり、はんだ合金を溶融させる温度域でフラッ
クス中の溶剤が揮発せず、溶融した状態のはんだ合金中に溶剤が残留して、レーザリフロ
ーで急加熱を行うと、はんだ合金が飛散するためと考えられる。
【００４０】
　また、比較例１～比較例３では、はんだ合金の組成がＳｎ－５７Ｂｉであっても、はん
だボールの発生数は、何れも１１個以上であった。
【００４１】
　低沸点溶剤と高沸点溶剤を含むが、全溶剤中における低沸点溶剤の含有比を所定値未満
とした比較例４では、はんだ合金の組成がＳｎ－３Ａｇ－０．５Ｃｕのとき、はんだボー
ルの発生数は、何れも１１個以上であった。また、比較例４では、はんだ合金の組成がＳ
ｎ－５７Ｂｉであっても、はんだボールの発生数は１１個以上であった。
【００４２】
　以上の結果から、フラックス中の低沸点溶剤の含有量を２０重量％以上４０重量％以下
とすると、所望の効果が得られることが判る。また、低沸点溶剤と高沸点溶剤を含有する
場合、溶剤全体のうち、低沸点溶剤の含有量を６０重量％以上とすると、所望の効果が得
られることが判る。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明は、レーザリフロー、ハロゲンランプ、ヒートガン等による熱風加熱、基板の裏
側からはんだごてによる加熱等の急加熱工法を適用した電子部品のはんだ付けに適用され
る。
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